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W~ PF6 (57) Abstract: The invention relates to a device for electrolytically treating board-
shaped workpieces, especially printed circuits. The board-shaped workpieces (W)
are guided in a vertical position through a treatment cell (BZ) that contains a treat-
A2 ment bath and the end walls of which are provided with vertical slots for the work-
pieces (W) to enter and to be discharged. The bath liquid escaping from the treatment
cell (BZ) is collected and is returned to the treatment cell (BZ) via a pump and at least
partially via spray tubes (SR). Said spray tubes (SR) are located at both sides of the
workpieces (W) and are horizontally aligned in the direction of transport.
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(57) Zusammenfassung: Die plattenférmigen Werkstiicke (W) werden in vertika-
ler Lage durch eine ein Behandlungsbad enthaltene Behandlungszelle (BZ) gefiihat,
deren Stirnwinde vertikale Schlitze fiir den Durchtritt der Werkstiicke (W) besitzen.
Die aus der Behandlungszelle (BZ) austretende Badfliissigkeit wird aufgefangen und
iiber eine Pumpe und zumindest teilweise {iber Spriihrohre (SR) in die Behandlungs-
zelle (BZ) zuriickgefiihrt. Die Spriihrohre (SR) sind zu beiden Seiten der Werkstiicke
(W) angeordnet und in Richtung des Transportweges zur Horizontalen geneigt aus-
gerichtet.
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Beschreibung

Vorrichtung zur elektrolytischen Behandlung von plattenfdrmi-

gen Werksticken, insbesondere von Leiterplatten

Aus der EP-A-0 421 127 ist eine Vorrichtung zur Behandlung
von Leiterplatten bekannt, bei welcher die einzelnen Leiter-
platten in senkrecht hangender Lage auf einem horizontalen
Transportweg kontinuierlich durch nacheinander angeordnete
10 Behandlungsbider gefiihrt werden. Der Transport der Leiter-
platten durch die in Behandlungszellen untergebrachten Be-
handlungsbiader erfolgt iber an endlos umlaufenden Trieben an-
geordnete Klammern, die im Falle einer galvanischen Metallab-
scheidung gleichzeitig auch die kathodische Kontaktierung der
15 Leiterplatten iubernehmen. In den Stirnwdnden der Behandlungs-
zellen befinden sich vertikale Schlitze fiir den Durchtritt
der Leiterplatten, wobei im Durchtrittsbereich als Biirsten-
dichtungen oder Streifenbiirstendichtungen ausgebildete Dich-
tungen vorgesehen sind. Die einzelnen Behandlungszellen sind
20 in Auffangwannen angeordnet, aus welchen die aufgefangene
Badfliissigkeit mit Hilfe entsprechender Pumpen kontinuierlich
in die zugeordneten Behandlungszellen zurilickgefiihrt wird. Die
Riickfiihrung von Badfliissigkeit in eine Behandlungszelle er-
folgt dabei iiber eine druckseitig an die zugehdrige Pumpe an-
25 geschlossene Zuleitung, deren Mindung in einer Stirnwand un-
ter dem vertikalen Schlitz fiir den Durchtritt der Leiterplat-
ten liegt und horizontal in die Behandlungszelle gerichtet
ist. Die einstromende Badfliissigkeit soll sich dadurch
gleichmaRig auf die beiden Seiten der Leiterplatten vertei-
30 len.

Aus der US-A-4 401 522 ist eine &dhnlich aufgebaute Vorrich-
tung zur elektrolytischen Behandlung von Werkstilicken, wie
z.B. Leiterplatten, bekannt, bei welcher den vertikalen

35 Schlitzen in den Stirnwanden der Behandlungszellen als Dich-
tungen vertikal angeordnete Walzenpaare zugeordnet sind. Die

Rickfiihrung von Badflussigkeit in eine Behandlungszelle er-



